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「放熱ポリアミド樹脂」の開発について 
＜様々な用途の熱マネジメントに適用可能な放熱ポリアミド樹脂製品群＞ 

 
 

ユニチカ株式会社（本社：大阪市中央区 社長：注連浩行）は、高い性能要求・熱マネ

ジメントに適用可能な放熱ポリアミド樹脂製品群を開発しました。 
ユニチカの「放熱ポリアミド樹脂」は、ベース樹脂および熱伝導率の選択幅が広く、熱

伝導率と物性のバランスに優れることから様々な提案が可能です。ＬＥＤ部材やモーター

部材などの自動車分野や、電子・電気分野の熱マネジメントに寄与できるものと考えてい

ます。 
 
1． 開発背景 
 近年、環境意識の高まりに伴い、世界的な排出ガスの削減ニーズが高まる中、自動車業

界ではハイブリッド車（ＨＶ､ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ）が注目され、自動車のＥＶ

化が急速に進んでいます。自動車のＥＶ化には、限られた車載スペースに多くのモーター

を搭載する必要があるため、モーターの小型化はますます進むと考えられます。さらにモ

ーターの小型化は放熱空間の減少といった問題をもたらすため、新しい熱マネジメントが

必要になると予想されます。一方でハイブリッド車や電気自動車では、燃費向上の観点か

ら金属を樹脂に置き換えることによる軽量化は重要な課題となっており、軽量化を実現し

つつ高性能化や小型化による放熱空間の減少に伴う熱マネジメントをおこなうため、高い

熱伝導率を有する樹脂製品の要求が高まってきています。 
 以上のような軽量化かつ熱マネジメントの要求の広がりに伴う樹脂材料への要望の多様

化に応じるため、当社はこれまで培った配合技術と幅広いポリアミド樹脂のラインナップ

を活用し、様々な性能要求および熱マネジメントに適用可能な「放熱ポリアミド樹脂」を

開発しました。 
 
2． 「放熱ポリアミド樹脂」の特徴 

新たに開発した「放熱ポリアミド樹脂」は、ベース樹脂に放熱フィラーを配合すること

で熱伝導率を付与しています。当社がこれまで培ってきた技術により、ベース樹脂が持つ

本来の特徴は損なわずに高い熱伝導率を発現します。当社独自の配合技術により放熱樹脂

で課題となることが多い流動性を大幅に改善したことで、一般的な射出成形機で成形可能

な材料となっています。また、ベース樹脂はポリアミド６樹脂、ポリアミド６６樹脂、高



耐熱ポリアミド「ＸｅｃｏＴ」などの多くの種類から適宜選択できるため、様々な耐熱要

求に対応可能となっています。 
当社の「放熱ポリアミド樹脂」は導電タイプと絶縁タイプの 2 つに分かれ、それぞれに

幅広い熱伝導率、耐熱性の選択が可能なことから、使用される環境に応じて様々な要求に

対応することが可能です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PA66

N2002G N1010RG N1050R L2002G ZL2302G Z2003G Z1010AG

絶縁 導電 導電 絶縁 絶縁/良流動 絶縁 導電

熱伝導率

（平面方向） 2.5 10 50 2.5 2.5 3.5 11

（厚み方向） 1 2 10 1.0 1.0 1.0 2.5

密度 ISO 1183 g/cm3 1.72 1.5 1.8 1.73 1.73 1.73 1.53

平衡吸水率
（23℃×50%RH）

ISO 62 % 1.1 1.4 0.6 0.9 0.5 0.4 0.4

引張応力 ISO 527-1,2 MPa 102 90 40 104 94 82 88

曲げ強さ ISO 178 MPa 180 130 60 173 153 145 146

曲げ弾性率 ISO 178 GPa 13 12 25 14 15 14 16

ｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃強さ
（ノッチ付）

ISO 179-1 kJ/㎡ 7 4.5 1.1 5.0 4.3 4.1 4.3

荷重たわみ温度
（1.8MPa）

ISO 75-1,2 ℃ 213 201 192 250 285 308 305

ﾊﾞｰﾌﾛｰ流動長
（150MPa）

自社法
（1mm厚み）

mm
295

（280℃）
235

（280℃）
90

（280℃）
171

(300℃）
245

（330℃）
120

（340℃）
130

（340℃）

PA6 XecoT

項　　　　目 試験方法 単位

レーザー
フラッシュ法

W/（m・K）

ベース樹脂

放熱ポリアミド樹脂のヒートシンク成形品にセラミック

ヒーターを設置し、一定の熱量を加えた後のセラミックヒ

ーターの表面温度を測定 

表１：放熱ポリアミド樹脂物性表 

図１：放熱性評価 
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3． 今後の展開について 
今回開発した「放熱ポリアミド樹脂」につきましては、ＬＥＤ部材やモーター部材を中

心としたアプリケーションに製品開発・用途開発を積極的に進め、採用拡大を目指しま

す。 
 
本件については、以下の展示会に出展予定です。 
 

＜第１１回 オートモーティブワールド ～第９回 クルマの軽量化技術展＞ 
日程：２０１９年 １月１６日（水）～１８日（金） 
会場：東京ビッグサイト 東７ホール 小間番号Ｅ７０－１１２（ユニチカブース内） 

 
以上 

 
 

＜本件に関するお客様のお問い合わせ先＞ 

ユニチカ株式会社 樹脂事業部 エンプラ営業部 

エンプラ第一グループ（東京） ＴＥＬ：０３－３２４６－７５９８ 

エンプラ第二グループ（大阪） ＴＥＬ：０６－６２８１－５５４１ 

エンプラ第三グループ（名古屋） ＴＥＬ：０５２－９７１－３７８１ 

 

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞ 

ユニチカ株式会社 広報グループ 

ＴＥＬ：０６－６２８１－５６９５ 
 


